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(57) Die Erfindung betrifft eine Anlage zur Rickseiten- und
Aufenleiterkontaktierung von Chips, die in einem flexiblen
Zwischentriger innengebondet sind, auf Trigerstreifen. Das Ziel der
Erfindung besteht insbesondere darin, Halbleiterbauelemente mit
hoherer Verlustleistung hochproduktiv herzustellen. Aufgabe der
Erfindung ist es, die positionierungs- und Toleranzprobleme bei der
Herstellung von Halbleiterbauelementen mit Chiprﬁckseitenkontaktierung
unter Verwendung von Prigerstreifen und ywischentrigerband zu l0sen,
wobei sowohl Klebstoff als auch Lot filir.die Chipriickseitenkontaktierung
einsetzbar. sein sollen. Erfindungsgends wird die Aufgabe dadurch
geldst, das lber dem Trigerstreifen eine Station zum Ausschneiden,
Halten, Bewegen und Andriicken eines Zwischentridgerelementes und eine
Station zur AuBenleiterkontaktierung im Abstand der ein- oder
mehrfachen Schrittweite der AnschluBbilder des Trigerstreifens
voneinander angeordnet, Mittel zum direkten Andriicken der Chips,
gegebenenfalls weltere Mittel zum Auftragen des Verbindungsmittels
oder/und zum LOten sowie Sensoren  zur Kontrolle und Steuerung der
sehen sind. v
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Anlage zum Kontaktieren von Chips

Anwendungsgebiet der Erfindung

Die Erfindung betrifft eine Anlage zur Riickseiten- und
AuBlenleiterkontaktierung von Chips, die in einem flexiblen
Zwischentridger innenleitergebondet sind, auf Trédgerstreifen, -
insbesondere zur hochproduktiven Herstellung von Halbleiter-
bauelementen mit hSherer Verlustleistung.

Charakteristik der bekannten technischen Losungen

Es ist bekannf, Chips mit einem Filmtrdgerband innen zu
kontaktieren, so einen Zwischentréger zu bilden, Priif- und
Passivierungsschritte anzuschlieBen, die gepriiften Chips zu-
sammen mit den Anschliissen aus dem Zwischentféger herauszu~
schneiden, d.h. ein Zwischentrédgerelement herzustellen, und
das Zwischentrigerelement auf einen Triger bzw. ein Substrat -
zu kontaktieren (AuBenleiterkontaktierung). Besonders pro-
duktiv ist daher eine Anlage, bei der parallel und syhchron
zum Zwischentridger ein Trégerstreifen schrittweise unter der
Bearbeitungsstation hindurchgefiihrt wird. In dieser Station
wird das Zwischentrigerelement herausgeschnitten und mit dem
selben Werkzeug auf den Tréger auBenleitergebondet.

In einigen Fdllen ist es erforderlich, auch das Chip selbst
mechanisch fest, wdrme- oder/und elektrisch leitend mit dem
Tridger zu verbinden. In diesen F&llen wird die Riickseite des
Chips auf den Tréger geklebt oder geldtet (Chiprilickseiten-
kontaktierung). Dadurch ist beispielsweise eine bessere Wérme-
ableitung und somit die Herstellung von Halbleiterbauelementen

mit hoherer Verlustleistung mdglich. )
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Mit der o.g. Anlage ist eine gleichzeitige Chipriickseiten-
.kontaxtlerung aicht mdglich. Das der&zeug miiBte das Chip auch
noch gegen die Zahlgkelt des Verbindungsmittels an den Tréger
‘driicken. Tnsgesamt ergeben sich bei der Losung dieser Aufgabe
s0 hohe Qualitats‘ und Toleranzanforderungen an das Werkzeug
und die ﬁaterialién,,daﬁ.sie praktisch nicht realisierbar ist.

-Nach DE-0S8 2704266 wird das Chip mit dem Fllmtragerband innen-
kontaﬁtlert ausgeschnitten, im Schnlttwerkzeug durch Saug-
luft festgehelten, auf ein Substrat abgesenkt und riickseiten-
kontaktiert, zur nichsten Station transportiert und auBen-
kontaktiert. Das Substrat wird auf einem kreuzschlittenartigen
Tragblock mittels Fernsehkemera bzw. Mikroskop und Feinstell-
trieben positioniert und mit dem Tragblock unter die Schnitt-
und die SchweiBstation {transportiert. Der Tragblock wird nach
dem'AuBenleiterkontaktieren in die Ausgangsstellung zuriickge-
schoben. Die Riickseitenkontaktierung erfolgt durch Xleben.
Das Chip wird auf das flache Substrat abgesetzt und iliber die
federnden Anschliisse leicht angedrlckt. Beim Aufenleiter-
kontaktieren werden die Anschliisse endgliltig herunter- und
angedriickt. Durch das Andriicken des Chips iiber die federnden
Anschliisse werden zwar die Tolefénzprobleme in der Bewegungs-
richtung des Werkzeugs weitgehend gellst, andererseits kann
jedoch auf das Chip nur eine geringe Kraft ausgelibt wepden.
Insbesondere bei der Verwendung thermisch gut leitender
Kleber, die eine hohe Viskosit&dt haben, entstehen dadurch
diéke hlebefugen, die wiederum eine verminderte Wirmeab-

leitung zur Folge haben. Im iibrigen erfordert die Bedienung
vder Anlage einen hohen Aufwand zur genauen Positionierung der
Teile. Eine Lotverbindung ist nach diesem Prinzip nicht her-
stellbar. ‘ A

In der DE-OS 2315711 wird ein Chip mit hoherer Verlust-
 leistung gebondet und rilickseitenkontaktiert. Das Chip wird
zunichst auf einen sogenannten ersten Rahmen riickseiten- -
kontaktiert. Dann wird unter und wn das Chip herum ein zwelter,
kleinerer und dinnerer Rahmen gelegt. Er ist aus einem Band
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ausgeschnitten. Die Innenanschliisse sind entsprechend der
Chipdicke nach oben gekrdpft. Zunichst werden die Innenleiter
en das Chip gebondet; dann werden die Anschliisse beider
Rahmen verbunden und die iiberzéhligen Verbindungen durch-
trenmt. Bei dieser LOsung kann das Chip ohne groBere Toleranz-
probleme fest, also nicht nur iiber die federnden Anschliisse,
angedriickt werden. Die Verbindung wird gut wdrme- und strom-
leitend. Die Positionierung ist schwiérig, da das Chip auf

dem ersten Rahmen sehr genau zugeordnet werden muB. Eine in
Beéug auf die Kostenfrage sehr wichtige Forderung, das Chip
‘vorher genau zu priifen (elektrische Priifung, burn-in-test cee)s
kann bei dieser Losung nicht realisiert werden.

Ziel der Erfindung

Das Ziel der Erfindung bestehi insbesondere dafin,‘Halbleifer—
bauelemente mit hSherer Verlustleistung hochproduktiv herzu-
stellen.

Darlegung des Wesens der Erfindung

Aufgabe der Erfindung ist és, die Positionierungs- und
Toleranzbrobleme bei der Herstellung von Halbleiterbauele- |
menten mit Chipriickseitenkontaktierung unter Verwendung von
Trégerstreifen und Zwischentrégerband in einfacher, fiir eine
hochproduktive und qualitédtsgerechte Serienfertigung geeig-
neter Weise zu 10sen, wobei sowohl Xlebstoff als auch Lot fiir
die Chiprickseiltenkontaktierung einsetzbar sein sollen.

Erfindungsgemédfl wird die Aufgabe mit den im Erfindungsanspruch
genannten Mitteln gelost.

Unter Beibehaltung des produktiven Prinzips zweier synchron
und schritiweise bewegter Triger, d.h. Zwischentrigerband mit
innenkontekiierten und gepriften Chips sowie Trégerstreifen,
werden die Werkzeuge entsprechend ihrer technologischen
Funktion in einzelne Stationen aufgeteilt und eingetaktet.
Dabei werden nicht nur die schwierigen Toleranz- und Posi~
tionierprobleme gelost; es ist dadurch auch mdglich geworden,
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 die Werkzeuge optimal suf ihre technologische Funktion abzu-
- stimmen. Auflerdem ist es maglich; daf3 die Wérkzeuge im’Takt
parallel zueinander erbeiten und dadurch die Fertigungszeiten
gesenkt werden. Die Funktion der Anlage wird zusammen mit der
Beschreibung des Ausflihrungsbeispiels erléutert.

.Ausfuhrungsbeispiel

Die Zeichnung zeigt eine Ausfﬁhrung mit Lot als Verbindungs~

- mittel.

In der Anlage wird ein Trégeréfreifen 1 schritiweise gefiihrt.
Die:Schrittweite'entspricht dem Abstand zweier benachbarter'
Anschlufbilder im Trégerstreifen. Jedes AnschluBSbild ist in
der litte um dic Chipdicke abgesenkt 2. Uber dem Tréger-
streifen befinden gich, in éinem Vielfachen der Schrittweite
veneinander entfernt angeordnet, eine Station zum Auftragen
des Lotes 3, eine Station zum Schneiden, Halten, Bewegen und
Andriicken eines Zwischentrigerelements 4 und eine Station zum
AuBenleiterkontaktieren 5. '

Die Station zum Auftragen des Lotes 3 hat einen beheizten
Lotbehilter 6, der absenkbar ist und dessen Lottropfen auf

" der sbgesenkten litte des AnschluBibildes 2 abgesetzt wird.
Unter ihr befindet sich eine Wirmequelle 7. Diese Station
kenn entfallen, wenn beispielsweise die Mitte des AnschluB-
bildes bereits vorher mit Lot beschichtet wurde. Ein zugeord-
neter Sensor 8 kontrolliert, beispielsweise mittels einer
Lichtschranke, ob der Trégerstreifen noch nicht zu Ende ist.

In der Station 4 wird das Zwischentrigerband 9 mit den innen-
gebondeten und gepriiften Chips 10 schrittweise und synchron
zum Trigerstreifen transportiert. Der Stempel 11 schneidet
gegen die Natrize 12 ein Zwischentrigerelement aus. Er hat in
der Mitte eine Bohrung 13, duréhvdie Luft angesaugt und damit
das Zwischentrdgerelement an seine Stirnseite angedriickt und
gehalten wird. Mit dem angésaugten Zwischentrégerelement wird
vder.stempel 11 abgesenkt. Seine Stirmseite ist auf einer
Fliche kleiner als die Chipfldche nach aullen abgesetzt. Mit
diesem erheabenen Teil der Stirnseite driickt der Stempel auf
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das,Chip. Darunter ist eine sténdig beheizte Warmequelle’14
angeordnet.. Sie wird soweit angehoben, daB es durch Wirmeiiber-
' ~tregung zum Aufschmelzen des Lotes kommt, jedoch zwischen
Chiprﬁckseite;pnd Chipauflagefliche eine diinne Lotschicht er-
halten bleibt. Zur besseren Benetzung wird jetzt das mittlere
- Teil 15 des Fuhrurgssystems einschlieBflich Trégerstreifen
durch einen Antrieb ein- oder mehrfach um einen Teil der Chip-
lénge senkrecht zur Bildebene vor und zurdckverschoben

Danach wird das Chip endgliltig angedriickt, nachfolgend die
Warmequelle 14 wieder abgesenkt und der Stempel 11 angehoben.
Eine Kihlluftzufiihrung 16 beschleunigt den Abklihlvorgang.
Sensoren 17 und 18 kontrollieren die Bestiickung mit Chips

bzw. mit Verbindungsmittel.

In der AuBlenleiterbondstation 5 werden die iiblichen SchweiB-
bzw. Litwerk kzeuge 19 und 20 eingesetzi. Ein weiterer Sensor 21
kontrolllert, ob ein Chlp rickseitenkontaktiert wurde.

Alle Werkzeuge werden parallel zueinander bewegt. Die Sensoren
bestimmen die Schrittfolge. Beispielsweise wiirde Sensor 17 bei
fehlendem Chip das Zwischentrigerband 9 um einen zusitzlichen
Schritt vorrilicken lassen oder die Anlage abschalten.

Der Stempel 11 kann stirnseitig auch eben ausgefiihrt werden.
Es ist auch moglich, eine weitere Station zwischen den
Stationen 4 und 5 anzuordnen, in der das Chip fest angedriickt
und rickseitenkontaktiert wird. Erforderlich ist hierzu nur,
daeB das Chip in der Station 4 gering angedriickt und provi-
sorisch verbunden wird. Eine derartige Andriickstation kann im
Pr1n21p auch nach der Station 5 angeordnet werden.
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ErfinduﬁgSQHSbfuch

1. Anlage zum Rﬁ¢kseiten~ und AuBenleiterkontaktieren von
Chips auf einen Trégerstreifen unter Verwendung eines
_flex1blen Zw1schentragers, in dem die Chips 1nnengebondet
und gepruft s1nd, sowie einer schrittweisen und synchronen
Fihrung der Tréger, gekennzeichnet dadurch, daB uber dem
Tridgersireifen eine an sich bekénnte Station zum Aus-.
vschnelden, Halten und senkrechten Bewegen eines Zwischen-
'tragerelements und eine an sich bekannte AuBenle1terbond~'
station im Abstand der ein- oder mehrfachen Schrittweite
der Anschlufibilder eines Trégerstreifens voneinander ent-

~ fernt angeordnef, Mittel zum direkten Andriicken der Chips

- und ggf. weitere Mittel zum Auftragen des Verbindungsmittels

- oder/und zumﬂLﬁten sowie-Sensofeﬁ zur Kontrolle und

. Steuerung der Schritte, z.B. Lichtschranken, induktive

“Geber oder mechanische Taster, vorgesehen sind.

2. Ah1age nach Punkt 1, gekennzeichnet dedurch, dal3 der
- Mrégerstreifen in der Nitte jedes AnschluBbildes abgesenkt
_bzw. eine entsprechende Station zum Prégen derartiger Ver-
'-tlefungen im Abstand der mehrfachen Schrittweite vorge-
schaliet ist.

_3. Anlege nach Punkt 1,"gekennieidhnet dadurch, daB der
Trégerstreifen und/oder die Chipriickseite mit Verbindungs-
‘Vmittel‘beschichtet bzw. eine Station zum Auftragen des
Verbindungsmittels im Abstand der ein- oder mehrfachen’
-Schrlttwelte vorgeschaltet ist. '

4.>An1agm nach Punkt 1, gekennzelchnet dadurch daB die Stlrn—
seite des Scnneldwerkzeugs eben ausgefiihrt ist.

5;.Anlage nach Punkt 1, gekennzelcnnet dadurch, da8 die Stirn-
‘seite des Schneidwerkzeugs auf einer Flache kleiner als die

'Chlpflache erhaben aus geblldet ist.
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Anlage nach Punkt 1, gekennzeichnet dadurch, daB nach der
Schneidstation eine Andrlickstation, z. B. bestehend aus
einem federnden Stempel, angeordnet ist.

Anlage nach Punkt 1, gekennzeichnet daaurch;mdaﬁ unter -
einigen ocder allen Stationen zus8tzlich Wdrmequellen und
gef. an einigen Stationen weitere zum Loten vorteilhafte
Mittel,‘wie Kilhlluft- und Schutzgaszuflihrungen oder Mittel
zZur Erzeﬁgung einer Relativbewegung zwischen Chip und
Trigerstreifen, angeordnet sind.

Hierzu 1Seiie Zeichnungen
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